台灣半導體研究中心 異質整合製程組
電子槍蒸鍍系統( EB + RH Deposition System)
	一. 系統規格及型號: 
1. 廠牌：富臨科技工程股份有限公司
2. 機台規格：
機
台
規
格
電子槍(EB)
最大功率10K W (Jeol)

熱阻式(RH)
最大電流750A

載具加熱
200 oC ± 10 oC

真
空
能
力
粗抽系統
Oil rotary pump (Alcatel 2063SD)

細抽系統
Cryo pump  (CTI Torr-10)

真空能力50min
~3E-6 Torr

終端壓力 12hr
~3E-7 Torr

3. 單一 Run 製程最多 6 片 ( 4吋或6吋晶圓 )，每張代工單請 以6片 為一上限。。
4. 非完整晶圓 / 破片; 請 用 耐熱膠帶 黏貼 於 6吋 或 4吋 晶圓上。 

5. 鋁 (Al) 鍍率 0.5A/sec ~ 3A/sec，厚度 ≦ 500nm

6. 鉻 (Cr) 鍍率 0.3A/sec ~ 1A/sec，厚度 ≦ 100nm

7. 鈦 (Ti) 鍍率 0.3A/sec ~ 1A/sec，厚度 ≦ 300nm

8. 鉑 (Pt) 鍍率 0.3 A/sec ~ 0.5A/sec , 厚度 ≦ 300nm，需自行提供鉑錠：100nm / 2.5公克。
9. 銀 (Ag) 鍍率 0.3A/sec ~ 1A/sec , 厚度 ≦ 300nm，需自行提供銀錠：100nm / 2.5公克。
10. 金 (Au) [ 熱阻式-鎢舟 ] 鍍率 0.5A/sec ~ 1A/sec，厚度 ≦ 300nm , 需自行提供金錠：100nm / 2.5公克。

11. 設備鍍膜非均勻性 (U%) < 5%
二、注意事項
1. 遇有氣體洩漏、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知緊急應變指揮中心協助處理 (分機6601)。
2. 操作期間無論發生有感地震、停電、毒氣或火災警報的狀況時，應立即循逃生方向撤離。
3. 目前不開放使用者自行建置參數，有特殊製程需要者請事先詢問機台負責工程師。 
4. 預約考核請洽機台負責工程師。 


